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摘要(译)

本发明的实施例提供一种封装方法，显示面板和显示装置。封装方法包
括：在阵列基板的封装区域上形成第一室温结合层，在阵列基板的显示
区域上形成OLED器件;在热扩散板的封装区域上形成第二室温接合层;真
空层压阵列基板和热扩散板，使得第一室温接合层和第二室温接合层彼
此接触并形成密封结构。封装方法省略了现有的封装基板，采用室温焊
接技术封装散热板和阵列基板，不仅可以降低显示面板的整体厚度，而
且进一步提高散热效果。
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